
PQFN

	f 该封装的特性
	▷ 非常低的寄生和电感效应，具有世界一流的导通阻抗
	▷ 出色的 EMI 表现和卓越的热性能
	▷ 从 3 x 3 mm 到 8 x 8 mm 的空间节约设计
	▷ 大量不同的多晶片、多夹片打线可供选择
	▷ 支持各种 GaN 应用/解决方案
	▷ 绿色材料：无铅电镀和无卤素模塑化合物 

 

应用
PQFN 适用于中功率应用，且专为低 
导通电阻和高速切换式 MOSFET 而量身定制。

	f 服务器
	f 便携式电子设备
	f 笔记本电脑
	f 汽车
	f 电信
	f 轻型电动车 (LEV)
	f 电池管理
	f IoT

测试服务
Amkor 为全部功率器件产品提供完全一站式的服务。我们有能力测试各种类型的
功率器件，包括 MOSFET、双极型晶体管、IGBT、二极管和稳压器 IC/智能化电
源器件。

	f Ankor 功率测试系统
	▷ ETS88
	▷ ETS364
	▷ ETS800
	▷ PowerTech（一般针对分立器件解决方案）
	▷ 测试能力示例

	⨠ 静态测试（直流）
	⨠ 动态测试（交流、开关/Trr、电容/Rg）
	⨠ 破坏测试（电感负载/VSUS、I latch、电涌、绝缘/VIL）
	⨠ 热阻（ΔVDS、ΔmV，等等）

	f 程序生成/转换
	f 故障分析
	f 全方位的加工技术
	f 集成打标、外观检查和卷带式包装服务

PQFN（功率四方扁平无引脚）是专为各种高功率应用量身定制的高效
空间节约封装。作为当今功率电子世界的“智能功率”选项，PQFN 比标准
低功率切割 QFN 封装更进一步，而且也比其他分立式功率封装更为灵活   
（集成电路控制晶片集成设计）。
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工艺亮点

	f 晶粒贴装：55 微米薄晶粒拾取功能

	f 电镀：100% 雾锡

	f 局部镀银的粗化铜引线框架

	f 互连：热和电气性能更出色的铜片技术

全新开发

	f 可润湿侧翼，适用于汽车市场

	f 封装提供双外露式散热板选项

	f 窄切割的薄晶圆切割
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PQFN
标准材料

	f 引线框架
	▷ 粗化铜
	▷ PPF（预电镀框架）

	f 晶片贴装
	▷ 适用于功率 MOSFET 和 GaN 的焊膏
	▷ 适用于 IC 控制晶片的环氧树脂或晶片贴装薄膜

	f 互连（3 种选项）
	▷ 铜片
	▷ 多铜线
	▷ 多种金线

	f 模塑化合物
	▷ 无卤素

装运
	f 卷带式包装
	f 料盘或料筒
	f 条形码封装标签
	f 直接代发货

横截面

PQFN 单堆叠 PQFN 双堆叠
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